
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet

Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 1-2 µm

Anforderungsstufe 1

Terminal Area 1-2 µm tin plating

All Dimensions

in mm

Electronics GmbH

D-73099 ADELBERG
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Modification Nr.

06.07.2011

Date

Esslinger

Name

DIN 7167

I

A3

Tool-Nr.:Scale

Designation

Class

Date Name

Tolerances

Drawn

Checked

Approved

SMCQ

31.08.2010

31.08.2010 Messerl. SMC-Q 50-EE-BA 3

Male SMC-Q 50-EE-type 3

064004
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Lochbild für Leiterplatte

Board hole pattern
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 1) 

044915

Stangenprofil - Tube Packaging

Verpackt in Stangenprofil - Tube Packaging
Verpackungseinheit:  19 Stück            - Packaging unit:  19 pcs

1) Lochaufbau siehe ERNI-Spezifikation 164062 Nr. 1

   hole design according to ERNI-specification 164062 No. 1


